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MPC8544设备“不建议用于新设计”，请使用替换系列Power Architecture (T1013、T1023)和
Arm Architecture (LS1012A, LS1023A)。

MPC8544E PowerQUICC® III将高性能、卓越的集成以及整体低功耗独特地集于一身，适用于网
络、通信及工业控制应用。

MPC8544E包含一个基于Power Architecture®技术的高性能e500处理器内核、性能增强的外设以
及高速互连技术，以平衡处理器性能与I/O系统吞吐量，支持667 MHz至1.067 GHz的时钟速率。
第三代PowerQUICC III处理器基于恩智浦90纳米(nm)绝缘硅(SOI)铜互连工艺技术，使处理器能够
提供高性能、降低功耗。

MPC8544E处理器提供广泛的高速连接选项，包括支持SGMII的千兆以太网(GbE)接口和多个PCI
Express®连接。对这些高速接口的支持可使到网络处理器和/或数据平台中的ASIC的连接具有高
扩展性，而PowerQUICC® III则处理复杂的、计算要求苛刻的处理任务。MPC8544E还支持原有的
PowerQUICC® III接口，例如PCI、I²C、双通用异步收发器(DUART)和本地总线连接。这些处理
器还具有新一代双数据传输速率(DDR2)存储控制器，提供增强的GbE支持、v2 e500双精度浮点
运算以及经过现场验证的90 nm PowerQUICC® III内置安全引擎。

主要优势

•高集成度与高性能
• PowerQUICC® III系列内一致的编程模式
•灵活的SoC平台可加快上市速度
•简化的电路板设计

https://www.nxp.com.cn/products/processors-and-microcontrollers/power-architecture/qoriq-communication-processors/t-series/qoriq-t1024-14-and-t1023-13-dual-and-single-core-communications-processors:T1024
https://www.nxp.com.cn/products/processors-and-microcontrollers/power-architecture/qoriq-communication-processors/t-series/qoriq-t1024-14-and-t1023-13-dual-and-single-core-communications-processors:T1024
https://www.nxp.com.cn/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/layerscape-processors/layerscape-1012a-low-power-processor:LS1012A
https://www.nxp.com.cn/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/layerscape-processors/layerscape-1043a-and-1023a-processors:LS1043A


• 256 KB较大的L2缓存
•高内部处理带宽
•集成式DDR和DDR2存储控制器
•两个支持SGMII的集成式以太网控制器(增强型TSEC)
• 256 KB较大的L2缓存
•灵活的高速互连接口/多个PCI Express连接
•支持32位PCI
•内置安全引擎

访问该设备的勘误表文件需要一个NDA。请联系当地恩智浦销售机构或恩智浦授权分销商。

https://www.nxp.com.cn/support/support:SUPPORTHOME
https://www.nxp.com.cn/support/sample-and-buy/distributor-network:DISTRIBUTORS
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View additional information for 带有DDR2、PCI、PCI Express®、SerDes、1 GB 以太网、SGMII和安全性的PowerQUICC® III处理
器.
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